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,Optimierung und Performancebewertung von Bindersystemen fiir kupfer-
basierte leitféahige Klebstoffe zur Realisierung zuverldssiger Interconnects in
SMT-Anwendungen “

Forschungsprojekt:

Im Rahmen des EU-Horizon Projekts ,SofTIE® leistet diese Forschung einen Beitrag zur
Entwicklung nachhaltiger Verbindungsmaterialien flr E-Textil-Anwendungen. Leitfahige
Klebstoffe sind fir SMT-Anwendungen besonders interessant, da sie niedrige
Aushartungstemperaturen und kurze Prozesszeiten ermdglichen. Wahrend silber- und
kohlenstoffbasierte Systeme bereits etabliert sind, bleiben kupferbasierte Klebstoffe aufgrund
der hohen Oxidationsanfalligkeit von Kupfer eine Herausforderung. Gleichzeitig bieten sie
grolRes Potenzial als kostenglinstige und nachhaltigere Alternative. Ziel des Projekts ist es,
die Performance, Zuverlassigkeit und Eignung kupferbasierter leitfahiger Klebstoffe fir SMT-
Anwendungen systematisch zu untersuchen.

Ziel der Arbeit:

Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Fokus auf der Entwicklung eines geeigneten
Bindersystems fir leistungsfahige kupferbasierte leitfahige Klebstoffe in SMT-Anwendungen.
Dabei werden verschiedene Bindersysteme, Fullstoffgehalte und Dispersionseigenschaften
untersucht, um die Klebstoffperformance zu optimieren. Die Charakterisierung umfasst die
Bewertung der mechanischen Haftfestigkeit sowie der thermischen und elektrischen
Eigenschaften. Zusatzlich wird die Langzeitzuverlassigkeit der hergestellten Interconnects
unter beschleunigten Alterungsbedingungen untersucht.

Aufgaben:

+ Gute Kenntnisse im Bereich Elektronik, Nanotechnologie oder Materialwissenschaften
* Hohe Motivation, an Spitzentechnologie zu arbeiten

» Fahigkeit und Bereitschaft, sich in neue Bereiche einzuarbeiten

» Fahigkeit zur Selbstandigen Arbeit in einer multinationalen Forschungsgruppe

* Flielend in Deutsch und/oder Englisch
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SEM Images of silver based conductive adhesive under different filler content [1]
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Fig. 4. SEM images of the cross-sections: (a) pure epoxy resin. (b), (d), (f), and (h) are conductive adhesives prepared with 2-8 vol% of micron-sized silver fillers. (c),
(e), (g), and (i) are conductive adhesives prepared with 2-8 vol% of nano-sized silver fillers. (j) The variation of volume resistivity in the conductive adhesives [39].
SEM images of conductive adhesives with micro-nano silver fillers in different ratios: (k) 75:25, (1) 50:50, (m) 25:75, and (n) volume resistivity [31].
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